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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 16603-20-01:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird DIN EN 14777:2005-10 ersetzen.  

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt 
(NL). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14777:2005-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Norm-Nummer geändert. 

b) keinerlei Änderungen des Textes. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01 und insbesondere die 
folgenden Begriffe: 

Ausheizen 

Inspektion 

3.2 Begriffe zur vorliegenden Norm 

3.2.1 
Fehlerspielraum bei der Abnahme 
Spanne, die bei der Abnahmeprüfung genutzt werden kann 

3.2.2 
Abnahmestufe 
Verifikationsstufe mit dem Ziel nachzuweisen, dass das Produkt frei von Fertigungs- und Integrationsfehlern 
und bereit für seine vorgesehene Nutzung ist 

3.2.3 
Unbestimmtheit der Analyse 
numerischer Wert für die Unbestimmtheit im Zusammenhang mit der Analyse 

ANMERKUNG Bei der Durchführung der Analyse wird für die Bewertung der Schwellenenergie, die den  Multipactor-
Effekt auslöst, ein konservativer Ansatz auf Grundlage einer pessimistischen Annahme verwendet. 

3.2.4 
Montage 
Zusammenbau (Prozess) 
Vorgang des mechanischen Zusammenfügens der Hardware, um nach dem Herstellungsverfahren  eine 
Konfiguration auf niedriger Stufe zu erhalten 

ANMERKUNG Diese Definition unterscheidet sich von der Definition „Montage <Handlung>“ in ECSS-S-ST-00-01. 

3.2.5 
Chargen-Abnahmeprüfung  
Prüfung, die an einer Probe jeder Charge raumfahrtbezogener Einheiten durchgeführt wird, um die Überein-
stimmung dieser Einheiten mit den Abnahmeanforderungen zu verifizieren 

ANMERKUNG Zu den Anforderungen bezüglich der Probengröße siehe 8.3.1 a. 

3.2.6 
Entwurfstoleranz 
theoretisch berechnete Spanne zwischen der festgelegten Belastbarkeit des Bauteils und dem Ergebnis der 
Analyse, nachdem die Unbestimmtheit der Analyse abgezogen wurde 

ANMERKUNG Bei der Unbestimmtheit der Analyse wird der ungünstigste Fall verwendet. 
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3.2.7 
Entwicklungsprüfung 
Prüfungen, die während der Entwurfs- und Entwicklungsphase durchgeführt werden und die theoretischen 
Entwurfstätigkeiten unterstützen können 

3.2.8 
Abstandsspannung 
Spannung innerhalb des kritischen Abstands 

ANMERKUNG Der kritische Abstand entspricht der kritischsten Stelle im raumfahrtbezogenen Hochfrequenz-Bauteil, 
an der der Multipactor-Effekt auftreten kann. 

3.2.9 
herstellungsbegleitende Prüfung 
Prüfungen, die während der Herstellung an raumfahrtbezogenen Standardgeräten durchgeführt werden 
können 

ANMERKUNG Die Prüfung wird an einem Gerät in nicht gebrauchstauglichem Zustand oder an einem Bestandteil oder 
einer Unterbaugruppe, der/die nach seiner/ihrer späteren Integration in das Gerät nicht vollständig geprüft werden kann, 
durchgeführt. Die Prüfung ist Bestandteil der Verifikation. 

3.2.10 
Integration 
Prozess der physikalischen und funktionalen Kombination von Produkten unterer Herstellungsstufen, um eine 
besonders funktionale Konfiguration zu erhalten 

ANMERKUNG Der Begriff „Produkt“ kann Hardware, Software oder beides umfassen. 

3.2.11 
Messunsicherheit 
Unsicherheit, mit der der festgelegte Leistungspegel auf das Prüfstück angewendet wird 

3.2.12 
Modellphilosophie 
Festlegung der bestmöglichen Anzahl und Eigenschaften physikalischer Modelle, um unter Nutzung der 
kürzestmöglichen Planung und einer angemessenen Abwägung von Kosten und Risiken ein hohes Vertrauen 
in die Produktverifikation zu erreichen 

3.2.13 
mittlere Leistung 
bei einem Mehrfach-Trägerbetrieb mit n Trägersignalen ist die mittlere Leistung die Summe der Leistungen 
jedes einzelnen Trägersignals (Pi): 

 
!

!

N

i

PP

1
imean  

Die mittlere Leistung wird auch als durchschnittliche Leistung bezeichnet. 

3.2.14 
Spitzenleistung 
bei einem Betrieb mit Einzel-Trägersignalen ist die Spitzenleistung die Höchstleistung im Pulsbetrieb; im Falle 
eines Arbeitszyklus von 100 % entspricht die Spitzenleistung der mittleren Leistung 

3.2.15 
Hüllkurvenspitzenleistung 
PEP 
bei einem Mehrfach-Trägerbetrieb mit n Trägersignalen ist die Hüllkurvenspitzenleistung der höchstmögliche 
Leistungspegel, wenn sämtliche Trägersignale phasengleich sind 
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3.2.16 
P20 
bei einem Mehrfach-Trägerbetrieb mit n Trägersignalen ist die P20-Leistung der Mindestleistungspegel eines 
Mehrfach-Trägersignals einer maximalen Leistung während eines Zeitraums, der 20 Durchgangszeiten 
entspricht 

3.2.17 
Qualifizierungsspanne 
Spanne zwischen dem festgelegten Leistungspegel und dem Leistungspegel, bei dem eine Qualifizierungs-
prüfung unter Berücksichtigung der Messunsicherheit durchgeführt wird 

3.2.18 
Qualifizierungsstufe 
Verifizierungsstufe mit dem Ziel nachzuweisen, dass der Entwurf den zutreffenden Anforderungen einschließ-
lich der Qualifizierungsspannen entspricht 

3.2.19 
Qualifizierungsprüfung 
an einer einzelnen raumfahrtbezogenen Standardeinheit durchgeführte Prüfung zum Beweis dafür, dass eine 
geeignete Spanne in Entwurf und Ausführungsnorm vorhanden ist 

ANMERKUNG Solch eine geeignete Spanne ist die Qualifizierungspanne. 

3.2.20 
Designreview 
Verifizierungsverfahren unter Verwendung der Validierung früherer Berichte oder von Belegen validierter 
Entwurfsdokumente, wenn genehmigte Designberichte, technische Beschreibungen und technische 
Zeichnungen eindeutig zeigen, dass die Anforderung erfüllt wurde   

3.2.21 
Prüfspanne 
Spanne, die durch eine Prüfung nachgewiesen wird 

3.2.22 
Abnahmeprüfung der Einheit 
Prüfung, die an jeder raumfahrtbezogenen Standardeinheit durchgeführt wird, um zu verifizieren, dass die 
Einheit den Abnahmeanforderungen entspricht 

3.2.23 
Verifizierungsstufe 
Stufe der Produktarchitektur, auf der die relevante Verifizierung durchgeführt wird 

3.3 Abkürzungen 

Die folgenden Abkürzungen wurden im Rahmen dieser Norm festgelegt und verwendet: 

AC/DC  Wechselstrom/Gleichstrom (en: alternating current/direct current) 

BAT  Chargen-Abnahmeprüfung (en: batch acceptance test) 

BSE  Rückstreu-Elektronenemission (en: back-scattered electron emission) 

CFRP  karbonfaserverstärkter Kunststoff (en: carbon-fibre-reinforced plastic) 

CW  kontinuierliche Welle (en: continuous wave) 

DUT  Gerät in der Prüfung (en: device under test) 
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ECSS  Europäische Kooperation für Raumfahrtnormung (en: European Cooperation for Space 
Standardization) 

EMC  elektromagnetische Verträglichkeit (en: electromagnetic compatibility) 

ERS  Europäischer Fernmeldesatellit (en: European remote sensing satellite) 

ESCC  Europäische Koordinierung zur Standardisierung in der Raumfahrt (en: European Space 
Components Coordination) 

FM  Flugmodell (en: flight model) 

HPA  Hochleitungsverstärker (en: high power amplifier) 

IF  Zwischenfrequenz (en: intermediate frequency) 

LNA  Verstärker mit niedrigem Eigenrauschen (en: low noise amplifier) 

OMUX  Ausgabemultiplexer (en: output multiplexer) 

PIC  Particle-in-cell-Verfahren (en: particle in cell) 

PID  Prozessidentifizierungsdokument (en: process identification document) 

PIMP  passives Intermodulationsprodukt (en: passive intermodulation product) 

RF  Hochfrequenz, Funkfrequenz (en: radio frequency) 

SEE  sekundäre Elektronenemission (en: secondary electron emission) 

REG geregelter Elektronenstrahl-Erzeuger (en: regulated electron gun) 

RS radioaktive Quelle (en: radioactive source) 

TEM  TM-Modus, TM-Welle (en: transverse electromagnetic mode) 

TWTA  Wanderfeldröhrenverstärker (en: travelling wave tube amplifier) 

UAT  Abnahmeprüfung der Einheit (en: unit acceptance test) 

UV  ultraviolett (en: ultraviolet) 

VSWR  Stehwellenverhältnis (en: voltage standing wave ratio) 

WG  Wellenleiter (en: wave guide ) 
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1 
Scope 
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms and definitions from other standards 

3.2 Terms and definitions specific to the present standard 

3.2.1 acceptance margin 

3.2.2 acceptance stage 

3.2.3 analysis uncertainty 

 

3.2.4 assembly (process) 

 

3.2.5 batch acceptance test 
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3.2.6 design margin 

 

3.2.7 development test 

3.2.8 gap voltage 

 

3.2.9 in-process test 

 

3.2.10 integration 

 

3.2.11 measurement uncertainty 

3.2.12 model philosophy 

3.2.13 mean power 

i

 
!

!
N

i

imean PP
1
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3.2.14 peak power 

3.2.15 peak envelope power (PEP) 

3.2.16 P20 

3.2.17 qualification margin 

3.2.18 qualification stage 

3.2.19 qualification test 

 

3.2.20 review-of-design 

3.2.21 test margin 

3.2.22 unit acceptance test 

3.2.23 verification level 
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3.3 Abbreviated terms 
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4 
Verification 

4.1 Verification process 

 

 

 

 

 

4.2 Verification levels 

 

 

4.3 Verification plan 

4.3.1 Introduction 
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4.3.2 Generation and updating 

 

 

 

4.3.3 Description 
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4.4 Verification routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Classification of component type 
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4.6 Single carrier 

4.6.1 General 

4.6.2 Margins 

4.6.3 Route to demonstrate compliance 
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4.7 Multi-carrier 

4.7.1 General 

2�

4.7.2 Threshold above peak envelope power 
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4.7.3 Threshold below peak envelope power 

 

2�

2�

 

 with respect 

to P20

4.7.4 Route to demonstrate conformance 
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